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複合式讀卡機機構模組開發

連宇股份有限公司

■計畫目標
　　È合式½¹``構模組,Ë所定TP規û完成開發設計Q將Ì¹及 IC
¹的½取`構³合於6一`構模組中，提供Ì¹á)�5輸出及 IC¹通
訊]構P®能。d`構模組設計目¨為：

1.可前5及#$兩�/定於 kiosk(ATM)上
2.Ì¹½¹PõÌ頭模組設計及 landingÉÊ¹模組設計
3.進¹、=¹、¹ÊèÉ¶動開關設計
4.ÏÊ¹、Ë¹、及¾¹裝R設計
5.ÏÌ¹½¹裝R設計

d;<設計目¨為：
1.內建{¢式!源!�設計
2.è¹驅動!�設計
3.內建á!自動�è®能
4.#用傳統P RS232傳輸­面,3加入新一õP USB傳輸­面
5.內建一¿ SAM¹,3可�x¢!�"出至 4SAM
6.pq本`#用×ùÎå，零件B用g合工業規û

另d:<設計目¨為：
1.將 ISO7816，  EMV 4，  PC/SC規û³合在6一部 Reader上
2.³合Ìw¹(ISO/ AAMVA/ DMVû式)，  CPU ¹及 Memory Card
3.完成Ìw®能Í式Î
4.ÑS8Y通訊�定
5.可h過通訊Ï Upgrade Firmware

}加®能：
1.UxÌ¹½頭模組，可大ipý³<!�P設計

■執行成果
　　,`構模組g合及取²�°Ð
1. EMV LEVEL 1 Type Approval
2. Read/write ISO7816 smart cards
3. Read ISO7811/AAMVA magnetic stripe cards
4. FCC/CE Class B

■新產品∕新技術∕新設計∕新材料簡介
1.內建{¢式!源!�：
　　kl提高HCR360的¬作�率，降低#用®率及×ù，Ám有過!
流保護，也提供更*»P!b輸入Îå，¬作!bk3üt在 12V。另
保� 5V輸入!b設計，提供|低!b的系統與 USB Port Powered系
統。

2.è¹驅動!�設計：
　　本`利用一«V�ÑÒ組及連Ó傳動4入�處的¹Ô，#本`能在
{°中èÉ¹Ê，以_#用Ã!¹mn{°中斷。!�設計上Ê用«V
驅動 IC\]«V正ï¡，�'一¿定Mu測開關，Æ可'程式FS\
]è¹÷�è。,外e改«V驅動!�增加一¿èÉ保o!流，#dá
!÷`器c¸%«V±有èÉ的Õ力，V4¿Òs可以自'取¹的目
的。

3.內建á!自動�è®能：
　　外接一È1能量!�器於正½%È能，3以一低!bu測!�，#
d在á!%能l動自動�è!�，ÿ',!�器È1的能量可以在á!
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%成®Ö6¹Ê。
4.Ì¹½¹PõÌ頭模組設計及 landingÉÊ¹模組設計
5.進¹、=¹、¹ÊèÉ¶動開關設計
6.ÏÊ¹、Ë¹、及¾¹裝R設計
7.ÏÌ¹½¹裝R設計

■技術合作單位及合作內容
±

■成果應用領域
　　�年U'於×¹ØÙ，主要à用¹發¹組¾ V I S A ， M A S T E R  及
EUROPAYÞ6]定D EMV¨準，ÚÞh過 ICÉÊ¹§G的Ôÿ`]U
Û_,ÂêÜÝ的現象，另外 ICÉÊ¹相É於傳統Ìw¹有更大的á)
È1量，更可以{¹8¹合一及應用³合的Eî。在à用¹應用的Eî上
國內與世界d½Â進國àC本上是一n的，而在Âê¹{°方面，國內更
將ÿ面¢發 ICÉÊ¹U加強Âê{°的Ôÿ性。l是'於à用¹及Âê
¹�為國際性流通PÁÂ貨幣，Á=E?*4世界各國的Âê設¤:;<
設¤的建];<，所以目前通行的Ìw¹也=E要保�一I過Þ%u，以
應Òº國{°#用的Eî除D�有的外，於是本開發計劃"¨的物ÐÈ合
式½¹``構模組，在,系統¡¢的過Þ%期~m有相¦重要的A]。除
D以上所_Pà用¹及Âê¹應用外，�È合式½¹``構模組P�生`
Yü可以應用於：
˙Âê{° ATM¹½¹`
˙門ßã]�J°½¹`
˙¿人á)ã理
˙{通ñ輸
˙à保

　　',可J，±Ì世界市場及國內市場現<， ICÉÊ¹的應用´µ將
oÛ成ê"大，x合連á公司完³的ÿJ行!<系，=將為本產品.H可
預期的!�量及業â。

■專案執行重要心得
　　連á公司pÛ在Ì¹½X¹設¤十ä年的��，�年U投入 IC¹½
X¹設¤的研發及生產&H。本"開發PaÈ合式½¹``構模組b是
將連á公司的$%能力、à有產品及市場Eî作一³合Ã提S。
　　在aÈ合式½¹``構模組b上，連á公司³合Dr項重要®能Q
如è¹Ð可{¹{°中S保k¯#用Ãk¦¬作@A的要î，自動=¹Ð
可以提供良�的¬作行為，而Á連á更將自行研發P F2F�5 IC³合在
,模組上，在應用產品中可提供降低成本、2ru的×1。
　　ãÀ!ª產品äÜåÊ2æ的Eî及åæk-，½¹`¥±�自外
於大æP所å。,次äÈ合式½¹``構模組æ的開發正也是+應ç流
強ý競爭力所=>。 IC ¹方òøè，Ì¹ü在Eî的高�期，國內外�
k競相6出"合型Àém IC¹及Ì¹®能Á½¹`，ô動÷«V帶動競
相爭ê。為j應�äÜåÊ2æ可預期有更*»的應用ru，而`構模
組A為最關鍵Á可xyP組件。+而本開發"目¨Æëì產品Aû競爭力
為前提，將½¹`構作最2ý設計，以提S產品³<競爭力。
　　除上Ö`構組件外本"另UxÌ¹½頭模組ÀÌ¹½頭與本公司P
F2F �5 IC 組裝於最2ijP PCB `上，#用Ã&E將�5­的  b i t -
s t r ing á)3加以¡¢#用及可，如,可以大ipý³<!�設計ÁP
開發設計，提供#用Ã更8BC及降低成本À�Ê設計開發%程及')
成本Á的`會，相à更能增加產品競爭力，降低開發ÇÈ。




